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介绍：全书共十章，分别是绪论、极限与配合基础、技术测量基础、几何公差与检测、表面粗糙度及测量、滚动轴承的公差与配合、圆锥的公差与配合、键和花键的公差与检测、螺纹的公差与检测、圆柱齿轮的公差与检测。

说明：登录教客网(https://www.jiaokey.com/book/detail/96097012.html)查找全本阅读方式
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教客网提供千万本图书阅读地址。

https://www.jiaokey.com/book/detail/96097012.html
书名：公差配合与技术测量


	my book

